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Verfahrep ^irn Her5^tellen von eineni Transponder . 



Die Erfindimg bezieht sich auf ein VerMuren zum H 
5 Transponder, welcher Transponder zum kontaktlosen Kommunizieren mit einer hierfiir 
geeigy>fttftn TTn TTirminiTcat innsRtatiQn vorgesehen und ausgebildet ist und welcher 
Transponder einen zwei IC- Anschliisse aufweisenden Transponder-IC und zwei im 
wesentlichen flachenf ormige Ubertragungselemente aufweist 

Die Eriindung bezieht sich weiters auf einen Transponder zum kontaktlosen 
10 Konnnunizieren mit einer hierflir geeigneten Kommumkationsstation, welcher 

Transponder einen zwei IC-Anschliisse aufweisenden Transponder-IC und zwei im 
wesentlichen MchenfSimige Ubertragungselemente aufweist 



15 Bin wie vorstehend im ersten Absatz beschriebenes Verfahren zum HersteUen 

eines wie vorstehend im zweiten Absatz beschiiebenen Transponders ist srit langem 
bekannt Bei dem bekannten Verfahren wird eine sogenannte Metall-Leiterrahmen- 
Konfiguration verwendet, die bandformig ausgebildet ist und bei der eine Vielzahl von in 
der Langsrichtung dieser MetaU-Leiterrahmen-Konfiguration nebeneinander liegenden 

20 Paaren von flSchenftSrmigen tJbertragungselementen vorgesehen sind, wobei je ein 

Transponder-IC mit je einem seiner zwei IC-Anschlusse mit einem Ubertragungselement 
eines Paaies von Ubertragungselementen verbunden wird, wobei der Transponder-IC mit 
dem Paar von Ubertragungselementen durch Umgiefien mit dbaer KunststofGmasse auf 
mechanisch stabile Weise verbunden wird, wodurch ein sogenannter Modul eihalten wird, 

25 der im Zuge der weiteren Durchfuhrung des Verfahrens zum Herstellen eines Transponders 
mit einer Ubertragimgsspule verbunden wird, tmd zwar dadurch, dass die zwei 
Ubertragungselemente eines Paares von tJbertragungselementen je mit einem 
Spulenanschluss der Ubertragungsspule elektrisch leitend verbunden werden, so dass nach 
diesem Vabinden ein fertiggestellter Transponder erhalten wird. 

30 Bei dem bekannten Verfahren wird eine MetaU-I^iterrahmen-Konfiguration 

verwendet, deren Herstellimg einen eifaeblichen Aufwand verursacht, w as im BBnblick auf 
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besteht bei dem bekannt&n Verf ahren das Problem, dass jeder Tiansponder-IC mit relativ 
hoher Genauigkeit gegenuber emem Paar von Ubertragungselementen positioniert werden 
muss, bevor der Transponder-IC nut seinen IC-Anschlussen mit den 
Ubertragungselementen eines Paares von Ubertragungselementen in 

5 koromunikationsShige Verbindung gebracht wird, was zu einem relativ hohen 

Positionierungsaufwaad beim Durchfiihren des bekaimten Verfahrens fuhrL Weiters 
besteht bei dem bekannten Verfahren der in manchen Anwendxmgsfallen nachteilige 
Sachverhalt, dass die flachenmaBige GroBe der Ubertragungselemente einer Metall- 
Leitexrahmen-Konfiguxation konstant groB vorgegeben ist und dass daher bei der 

10 Ver wendung eing: solchen Metall- Leiterrahmen -Konfiguration es nicht gi6;^i^ ist, 

Transponder mit unterschiedlich grofien Ubertragungselementen auf einfache Weise zu 
realisiexen. 



15 Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, die vorstehend angefuhrten 

nachteiligen Sachverhalte zu vermeiden und mit Hilfe von einf achen Mittebi imd auf 
einfache Weise ein verbessertes Verfahren und einen verbesserten Transponder zu 
realisieren. 

Zur L6sung der vorstehend angefuhrten Aufgabe sind bei einem Verfahren 
20 gemaB der Erfindung erfindungsgemaBe Merkmale vorgesehen, so dass ein Verfahren 

gemaB der Erfindung auf die nachf olgend angegebene Weise charakterisierbar ist, nSmUch: 

Verfahren zum Herstellen von einem Transponder, welchCT Transponder zum 
kontakflosen Kommunizieren mit einer hierfur geeigneten Kommunikationsstation 
vorgesehen und ausgebildet ist und welcher Transponder einen zwei IC-Anschlusse 
25 aufweisenden Transponder-IC und zwei un wesentlichen flachenformige 

tJbertragungselemente aufweist, bei welchem Verfahren der Transponder-IC mit je einem 
von seinen zwei IC-Anschliissen mit einem von zwei an einem bandf ormigen Trager eines 
Zwischenprodukts vorgesehenen und im wesentlichen parallel zu der TrSgerlangsrichtung 
verlaufenden tJbertragungselementstreif en in kommunikations^hige Verbindung gebracht 
30 wird und wobei im Anschluss daran ein Durchtrennen des Zwischenprodukts entlang von 
zwei quer zu der TragerlSngsrichtung verlaufenden und je mit Abstand zu dem 
Transponder-IC liegenden Trennzonen dmrchgeffihrt wird und wobei der Transponder-IC 
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mit dem zwischen den Trennzonen liegenden Teilstiick des Zwischenprbdukts verbmiden 
wird. 

bmrch das VorsehendetMeilfliiale gen . . 

einf ache Weise mid miter Ausnutzmig eines besonders einf ach ausgebildeten mid auf 

5 besonders kostengiinstige Weise herstellbaren Zwischenprodukts ein Verfahren zmn 
Herstellen von einem Transponder realisierbar, das den Vorteil bietet, dass beim 
Dmrchfuhren des Verfahrens ein Transponder-IC nur in einer senkrecht zu der 
Tragerlangsrichtmig verlaufenden Richtmig relativ genau gegeniiber dem verwendeten 
Zwischenprodukt positioniert werden muss, was auf relativ einfache Weise durchfiihrbar 

10 ist, und dass die Relativposition eines Transponder-IC's gegenttber dem Zwischenprodukt 
in der Tr&geriangsrichtung des Zwischenprodukts unkritisch ist Beim DurchfUhren des 
Verfahrens gemSfi der Erfindung werden selbstverstandlich eine Vielzahl von 
Transponder-ICs in der Tragerlangsrichtung aufeinanderfolgend an dem Zwischenprodukt 
angebracht, wobei bei dem Verfahren gemSB der Erfindung der grofie Vorteil gegeben ist, 

15 dass die Abstande zwischen den einzelnen Transponder-ICs unkritisch sind und sogar 
bewusst verandert werden konnen. Welters wird bei dem Verfahren gemaB der Erfindung 
der Vorteil erhalten, dass das Durchtrennen des Zwischenprodukts hinsichtUch der Position 
der Trennzonen unkritisch ist, well toleranzmaBige Abweichungen der tatsachlich 
realisierten Trennzonen von einer gewiinschte Solllage der Trennzonen praktisch keine 

20 negativen Auswirkungen auf die QuaUtat des hergestellten Transponders haben. Ein 
weiterer Vorteil bei dem Verfahren gemaB der Erfindung besteht darin, dass es auf sehr 
einfache Weise mSglich ist, unterschiedlich groBe Ubertragungselemente zu realisieren, 
indem unterschiedlich grofie Teilstucke des Zwischenprodukts realisiert warden, was durch 
dementsprechende Wahl der Lage der Trennzonen gegenttber dem zwischen zwei 

25 Trennzonen liegenden Transponder-IC ermSglicht ist 

Bei einem Verfahren gemaB der Erfindung kann zwischen jedem IC-Anschluss 
und dem betreffenden Ubertragungselementstreifen eine auf kapazitive Weise 
kommunikationsfahige Verbindung realisiert werden, was bei manchen Anwendungsf alien 
sehr erwiinscht und vorteilhaft ist , Es hat sich aber auch als vorteilhaft erwiesen, weim 

30 jeder IC-Anschluss mit dem betreffenden tJbertragungselementstreifen elektrisch leitend 
verbimden wird, Hierdurch ist erreicht, dass jeder IC-Anschluss m it dem betreffenden 
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kommunikationsfahige Verbindung gebracht wird. 

Bei einem Verfahren gemafi der BrSndung kann das Durchtrennen des 
Zwischenprodukts entlang von schrSg zu der Trageriangsrichtung verlaufenden 
Trennzonen durchgefuhrt werden. Als besonders vorteilhaft hat es sich aber erwiesen, 
5 wenn das Durchtrennen des Zwischenprodukts entlang von senkrecht zu der 

Trageriangsrichtung verlaufenden Trennzonen durchgefuhrt wird. Hierdurch ist der Vorteil 
erhalten, dass die realisierten Teilstucke des Zwischenprodukts rechteckformig ausgebildet 
siad. 

Bei einem Verfahren gemaB der ErSndung kann ein Transponder-IC zwischen 

10 Ttennzonen^^ 

SchweiBverbindung oder durch HersteUen einer Thermo-Kompressions-Verbindung 
verbunden werden, Als besonders vorteilhaft hat es sich aber erwiesen, wenn der 
Transponder-IC mit dem Teilstlick des Zwischenprodukts durch Herstellen einer 
Klebeverbindung verbunden winL Das Herstellen einer solchen Klebeverbindung hat sich 

15 als Folge der Verwendung des aus dem bandformigen Trager und den zwei daran 

vorgesehenen Ubertragungselementstreifen bestehenden Zwischenprodukts als besonders 
vorteilhaft erwiesen, 

Bei einem Verfahren gemaB der Erfindung kann ein Transponder-IC mit einer 
viereckigen HauptflSche verwendet werden, bei welchem Transponder-IC die 

20 IC-Anschlusse durch zwei parallel zu zwei zueinander parallelen BegrenzungsrSndem 
verlaufende IC-Anschlusse gebildet sind, und wobei der Transponder-IC in einer solchen 
Lage mit dem Teilstiick des Zwischenprodukts verbunden wird, dass die zwei parallel 
zuemander verlaufenden IC-Anschliisse parallel zu der Trageriangsrichtung verlaufen. Als 
besonders vorteilhaft hat es sich aber erwiesen, wenn ein Transponder-IC mit einer 

25 viereckigen Hauptflache verwendet wird, bei welchem Transponder-IC die IC-Anschliisse 
in zwei auf einer Diagonale der Hauptflache liegenden Eckenbereichen der Hauptflache 
voigesehen sind, xmd wenn der Transponder-IC in einer solchen Lage mit dem Teilstiick 
des Zwischenprodukts verbunden wird, dass die Diagonale der Hauptflache senkrecht zu 
der Trageriangsrichtung veriaufL Hierdurch ist der wichtige Vorteil erhalten, dass der 

30 Abstand zwischen den Ubertragungselementstreifen des Zwischenprodukts entsprechend 
dem grofien Abstand zwischen den IC-Anschliissen optimal groB gewahlt werden kann, 
was insbesQndere dann yon Wichtigkeit und von Vorteil ist, wenn die im Zuge der 
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Herstelluing des Transponders als flachenformige Ubertragungselemente realisierten 
Teilstucke des Zwischenprodukts als Kommunikationselemente zum kontaktlosen . , 
koinmunizieren.aufkapazitive Weise vorgesehen sindi • -.J. 

Bin Transponder gernafi der Erfindung ist auf vorteilhafte Weise 
5 VerfahrengemaB der Erfindung hergesteUtworden. 

Die vorstehend angef&hrten Aspekte und weitere Aspekte der Erfindung gehen 
aus den nachfolgend beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen hervor und sind anhand dieser 
Ausfuhrungsbeispiele erlautert. 

10 

Die Brfindung wird im Folgenden anhand von zwei in den 2^ichnungen 
dargestellten Ausfuhrungsbeispielen weiter beschrieben, auf die die l&iindung aber nicht 
beschr&nkt ist 

Die Figur 1 zeigt schematisch in einer Drauf sicht einen Transponder-IC mit 
15 zwei an je einen seitlichen Begienzungsrand angrenzenden IC-AnschlUssen. 

Die Figur 2 zeigt ia einer Drauf sicht ein Zwischenprodukt mit einem 
bandfomoigen TrSger und zwei daran vorgesehenen Ubertragungselementstreifen. 

Die Figur 3 zeigt auf analoge Weise wie die Figur 2 das Zwischenprodukt 
gemaB der Figur 2 mit diei damit verbundenen Transponder-ICs gemaB der Figur 1. 
20 Die Figur 4 zeigt auf analoge Weise wie die Figuren 2 und 3 das 

Zwischenprodukt gem&B den Figuren 2 und 3 samt den drei daran angebrachten 
Transponder-IC's und vier benachbart zu den Transponder-ICs liegenden Trennzonen, 

Die Figur 5 zeigt in einer Draufsicht einen mit Hilf e des aus den Figuren 2 bis 
4 ersichtlichen Zwischenprodukts hergesteUten Transponder. 
25 Die Figur 6 zeigt auf analoge Weise wie die Figur 1 einen Transponder-IC mit 

zwei in diagonal gegeniiberliegenden Eckenbereichen vorgesehenen IC-Anschliissen, 

Die Figur 7 zeigt auf analoge Weise wie die Figur 3 ein Zwischenprodukt mit 
drei damit verbundenen Transponder-ICs gemaB der Figur 6. 

Die Figur 8 zeigt auf analoge Weise wie die Figur 4 ein Zwischenprodukt mit 
30 daran angebrachten Transponder-ICs und mit vier daran vorgesehenen Trennzonen. 
_ Die Figur 9 zeig t auf analoge We ise wie die Figur 5 einen mit H ilfe des aus den 

- v-,^-. . . . Figuren 7 und 8 ersichtlich enZwischen prod ukts .hCTgesteUten^Transp^Qoder, . . . 




PHAT020010EP-P -6- 



Anhand der Figuren 1 bis 5 ist dn Verfahren gemaB einer ersten Variante der 
Erfindung zum Herstellen von einem Transponder 1 beschrieben, welcher Transponder 1 in 

5 der Figur 5 datgestellt ist Der Transponder 1 ist zum kontaktiosen Kommunizieien mit 
einer hierfiir geeigneten Kommunikadonsstation voigesehen und ausgebUdet. Der 
Transponder 1 enthalt einen Transponder-IC 2 und zwei flachenfSnnige und in dem hier 
vorliegenden Fall auf kapazitive Weise konmumikationsfahige Kommunikationselemente 
3 und 4. Die Kommunikationselemente 3 und 4 sind an einem Tragerstuck 5 angebracht 

10 und mit dem TrSgerstack SmitHilfe ni cht da r gestellte r Klebever bindun gen mechanisch 

fest verbunden, Der Transponder-IC 2 ist mit dem TrSgerstfick 5 mit Hilfe einer in der 
Figur 5 schematiscli angegebraien Klebeverbindung 6 mechanisch fest verbunden. Der 
TranspondCT-IC 2 weist in dem hier vorliegenden Fall zwdL IC-Anschliisse 7 und 8 auf, die 
je streifenftanig ausgebildet sind und die mit ihrer Streif enlSngsrichtung paraUel zu zwei 

15 seitUchen Begrenzungsrandem 9 und 10 des Transpondcr-IC's 2 verlaufen und je zu einem 
der zwei BegrenzungsrSnder 9 und 10 unmittelbar angrenzend an dem Transponder-IC 2 
vorgesehen sind. 

Zum Herstellen des Transponders gemaB der Figur 5 wird der in der Figur 1 
dargestellte Transponder-IC 2 noit je einem von seinen zwei IC-Anschlussen 7 und 8 mit 

20 einem von zwei an einem bandfOnnigen Trager 1 1 eines Zwischenprodukts 12 
vorgesehenen und parallel zu der TrSgerlSngsrichtung verlaufendcn 
tJbertragungselementstreifen 13 bzw. 14 in konmmnikationsfahige Verbindung gebracht. 
Tm vorliegenden Fall wild vor der Realisierung einer kommunikationsfittdgen Verbindung 
zwischen den zwei IC-Anschlttssen 7 und 8 und den zwei tJbertragungselementstreifen 13 

25 und 14 an vorgegebenen Stellen des Zwischenprodukts 12 je dn Klebstofftropfen 15 
angebracht. Nach dem Anbringen der Klebstofftropfen 15 an dem Zwischenprodukt 12 
wird je ein Transponder-IC 2 auf das Zwischenprodukt 12 aufgebracht, wobei mit Hilfe der 
Klebstofftropfen 15 je eine Klebeverbindung 6 zwischen jedem Transponder-IC 2 und dem 
Zwischenprodukt 12 realisiert wird, wie dies aus der Hgur 3 ersichtlich ist ZusStzHch zu 

30 dem Herstellen der Klebeverbindungen 6 erfblgt bei diesem Verfahrensschritt auch das 

Herstellen der kommunikationsfilhigen Verbindungen zwisdien jedem der IC-Anschliisse 7 
und 8 und dembetreffraiden t5b.s!traguog§elempntstreifen 13 tew. 14. In diesem FaU wird„ 
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zwischen deri IC-Anschlussen 1 und 8 und den Ubertragungselenaentstreifen 13 und 14 je 
eine aufkapazitive Weise kommumkationsfahige Verbindung realisiert, und zwar deshalb, 

:L../5v.eil jede Klebeverbindung 6 siciiuber die B^^ 

Transponder-IC's 2 hinaus erstreckt und auf diese Weise isolierend zwischen den IC- 
S Anschlussen 7 und 8 und den tJbertragungselenientstreifen 13 und 14 wirkL Die 

Klebeverbindungen 6 wirken dabei auf Grand geeigneter Materialwahl als Dielektrikunu 

Die tJbertragungselemehtetreifen 13 und 14 bestehen in diesem Fall je aus 
einer Kupferfolie, die an dem Trager 1 1 f estgeklebt ist Die Ubertragungselementstreifen 
13 und 14 konnen aber auch dutch je eine Aluminiximfohe gebildet sein. Auch k5nnen die 
10 Ubertragungselementstreifen 13 und 14 dutch Aufdtucken von einer Karbonpaste oder 
einer anderen leitfahige Pattikel enthaltenden Paste auf den Trager 1 1 realisiert werden. 
Der Trager 1 1 besteht in diesem Fall aus Papier. Er kann aber auch aus Kunststoff 
bestehen, beispielsweise aus PVC oder Polyester. 

Nach Eihalt des in der Figur 3 dargestellten Zwischenprodukts erfolgt im 
15 Anschluss daran ein Durchtrennen des den bandfSrmigen Trager 1 1 und die zwei an dem 
bandformigen Trager 11 vorgesehenen tJbertragimgselementstreifen 13 und 14 
aufweisenden Zwischenprodukts 12 entlang von - mit Bezug auf jeweUs einen 
Transponder-IC 2 - zwei quer zu der Tragetlangsrichtung und in dem hier vorliegenden 
Fall genau senkrecht zu der Tragerlangsiichtung verlaufenden tmd je mit Abstand zu dem 
20 betreffenden Transponder-IC 2 Uegenden Trennzonen 16, die in der Figur 4 mit 

strichpunktierten linien angegeben sind. Nach dem Durchtreimen entlang der Trexmzonen 
16 liegt zwischen jeweils zwei solchen Trennzonen 16 ein in diesem FaU fertig gesteUter 
Transponder 1 vor. 

Bei dem vorstehend bescbtiebenen Verfahren erfolgt das Verbinden jedes 
25 Transponder-IC's 2 mit dem zwischen zwei Trennzonen 16 Uegenden Teilstuck des 
Zwischenprodukts 12 durch das Herstellen der Klebeverbindimg 6 boieits vor dem 
Durchtrennen des Zwischenprodukts 12 entlang der Trennzonen 16. Dies muss nicht 
unbedingt so sein, weil bei einer Abwandlung des vorstehend beschiiebenen Verfahrens 
die Transponder-ICs 2 mit dem Zwischenprodukt 12 auch nur mit Hilfe einer vorlaufig 
30 wirksamen Verbindung verbunden werden kSnnen, um ein Positionieren des jeweiligen 

Tran spo ndCT-IC's 2 andem Zwischenprodukt 12 zu gewahrleisten, und wobei das 

... endgultigfe Ver bind en jedes Transponder-ICs 2 mit d em zwi schen zwei Trennzonen 16 . 
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liegenden Teilstiick des Zwischenprodukts 12 erst nach dem Durchtrennen entlang der 
Trennzonen 16 erfolgen kann, beispielsweise durch HersteUen einer Laser- 
SchwdBverbindung. 



5 Erfindung beschrieben. Bei diesem Verfahien wild dn Transponder-IC 2 mit einer 
vieteckigen Hauptfiache verwendet, bei welchem Transponder-IC 2 die zwd IC- 
Anschlusse 7 und 8 in zwei auf einer Diagonale 17 der Hauptfiache liegenden 
Eckenbereichen der Hauptfiache vorgesehen sind, wie dies aus der Figur 6 ersichtlich ist 
Die zwei IC-Anschliisse 7 und 8 weisen hierbei gegeniiber der Hauptfiache des 
10 Transponder-IC's 2 erhabene Bumps auf. Bei diesem Verf ahren wird jeder Transponder-IC 
2 in einer solchen Lage mit dem Zwischenprodukt 12 und f olgUch mit dem nach einem 
Durchtiennen entlang der Trennzonen 16 erhaltraien Teilstuck des Zwischenprodukts 12 
vexbunden, dass die Diagonale 17 der Hauptfiache senkrecht zu der Trageriangsrichtung 
des Zwischenprodukts 12 veriauft ZumFesthalten jedes Transponder-IC* s 2 an dem 
15 Zwischenprodukt 12 ist auch in diesemFall je eine Klebeverbindung 6 vorgesehen, die in 
diesem Fall flachenmaBig so klein ausgebildet ist, dass sie kdne eleklrische Isolation 
zwischen den IC-Anschlussen 7 und 8 und den zweit)bertragungselementstrdfen 13 und 
14 bewirkL Dies hat in diesem Fall zur Folge, dass zwischen den IC-Anschlussen 7 und 8 
und den tfbertragungselementstreifen 13 und 14 je eine ohmsche, also eine elektrisch 
20 latShige und folghch kommunikationsfahige Verbindung realisiert ist. Eine solche 
ohmsche Verbindung kann aber auch in der Weise reahsiert sein, dass die als IC- 
Anschliisse 7 und 8 vorgesehenen Bumps duich die betreffende Klebeverbindung hindurch 
gedruckt sind, wobei dann die Klebeverbindungen uber die Begrenzungsrander jedes 
Transponder-ICs hinausragen kSnnen. 
25 Durch die Realisierung dieses VrafBdaens ist vorteilhaflerwdse erreicht, dass 

bei diesem Verfahien eio Zwischenprodukt 12 verwendet werden kann, bei dem die an 
dem TrSger 11 vorgesehenen Ubertragungselementstreifen 13 und 14 quer zu dear 
Trageriangsrichtung einen optimal groBen Abstand aufweisen konnen, was den Vorteil hat, 
dass bei dem fertiggesteUten Transponder 1 die flachenformigen tiberlragungselemente 3 
30 und 4 einen mOglichst groBen Abstand voneinander haben, was insbesondere dann von 
Wichtigkeit und VorteU ist, wenn die flachenfbrmigBn ttbrattagungselemente 3 und 4 zum 
KommmMewn auf kapazitiye Wdse vorgesehen sind, yde.^es beLdaaa T^anspond^ 1 



Anhand der Figuren 6 bis 9 ist ein VerEahren gemaB dner zweiten Variante der 



. gemaB der Figur 9 der Fall ist 

Die anhand der Figuren 1 bis 5 bzw. 6 bis 9 beschriebenen zwei Verfahren 
geriiaB der Eifindung bietem^deagroBen Vortei^^ 

preiswerte Weise hCTgestellt werden konnen. Wdtere Vorteile. dieser Verfahren sind boreits 

5 eingangs erw9hnt 

Es sei CTwahnt, dass die fiachenfSrmigen tJbertragungselemente nicht . . 

unbedingt eine durchgehend geschlossene Flache aufweisen miissen, sondem dass solche 
flachenformige Ubertxagungselemente auch mit mindestens einem Durchgangsloch 
versehen sein konnen oder auch mehr oder weniger netzartig ausgebildet sein konnen. 

10 Bs sei weiters CTwahnt, dass die mit Hilfe der Ubertragungselementstreifen 13 

und 14 hergestellten fLSchenfSnmgen t]fbertragungselemente nicht unbedingt zum 
Kommunisderen auf kapazitive Weise vorgesehen sein miissen, sondem dass solche 
fiachenfbrmige tJbertragungselemente auch zum Herstellen von elektrisch leitenden und 
folglich tibertragungsfabigen und kommunikationsfahigen Verbindungen mit einer 

15 Ubertragungsspule vorgesehen sein konnen, wobei dann die Ubertragungsspule zum 
kontaktlosen Kommunizieren mit einer hierfur geeigneten Kommunikationsstation 
vorgesehen ist und ausgeniitzt ist. 

Bei den vorstehend beschriebenen Fallen sind die Ubertragimgselementstreifen 
je durch geradlinige und parallel zu der TrSgerlangsrichtung verlatifende 

20 Begrenzungsrander begrenzt. Dies muss nicht unbedingt so sein, weil solche 

Ubertragungselementstreifen auch durch wellenf&rmig oder sagezahnformig oder 
maanderformig verlaufende BegrenzungsrSnder begrenzt sein kSnnen, insbesondere in den 
innen liegenden Randbereichen, die zu dem Mittenbeteich des TrSgers benachbart liegen. 




Patentansprttche: 

!• Verfahren 2nim Herstellen von einem Transponder, welcher Transponder 

zum kontaktlosen Komniunizieren roit einer Merfur geeigneten Kbnunmiikatibnsstation 

voigesehen und ausgebildet ist und welcher Transpond^ einen zwel IC-Anschliisse 
5 aufweisenden Transponder-IC und zwei im wesentlichen flachenfoimige 
. Ubertragungselemente aufweist, 
bei welchem Verfahren der Transponder-IC mit je einend von seinen zwei IC-Anschliissen 
mit einem von zwei an einem bandfSimigen Trager eines ZwiscKenprodukts vorgesehenen 
und im wesentlichen parallel zu der Tragerlangsrichtung verlaufenden 
10 Ubertragungselementstreifen in kommunikationsfahige Verbindung gebracht wird und 
wobei im Anschluss daran ein Duxchtrennen des Zwischenprodukts entlang von zwei quer 
zu der Tragerlangsrichtung verlaufenden und je mit Abstand zu dem Transponder-IC 
liegenden Trennzonen durchgefuhrt wird und 

wobei der Transponder-IC mit dem zwischen den Trennzonen liegenden TeilstUck des 
15 Zwischenprodukts verbunden wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

wobei jeder IC~ Anschluss noit dem betreffenden Ubertragungselementstreifen elekbisch. 
leitend verbunden wird 

3. Verfahren nach Anspruch 1, 

20 wobei das Durchtreimen des Zwischenprodukts entlang von senkrecht zu der 
Tragerlangsrichtung verlaufenden Trennzonen durchgefuhrt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 

wobei der Transponder-IC mit dem Teilstuck des Zwischenprodukts duich Herstellen einer 
Klebeverbindung verbunden wird. 
25 5. Verfahren nach Anspruch 1, 

wobei ein Transponder-IC xmt einer viereckigen Hauptflache verwendet wird, bei welchem 
Transponder-IC die IC-Anschliisse in zwei auf einer Diagonale der Hauptflache liegenden 
Eckenbereichen der Hauptflache vorgesehen sind, und 

wobei der Transponder-IC in cmes: solchen Lage mit dem Teilstuck des Zwischenprodukts 
30 verbunden wird, dass die Diagonale der Hauptflache senkrecht zu der Tragerlangsrichtung 
veriauft. 



6- Transppndftr ziini VnntaktlnRftn Knmrmim'yifirftn mit etmer hiftrfar ; . 
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geeigneten KorDmunikationsstation, welcher Transponder einen zwei IC-Anschlusse 
aufweisenden TranspondCT-IC und zwei im wesentlichen flachenformige 
Ubertragungselemente aufweist, 

wobei der Transponder mit einem Veif ahien gemSB einem der Anspriiche 1 bis 5 
hergestellt worden ist. 
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ZngflTTimftpfasSUng 

Vftrfahren mm Herstellen von einem Transponder ..... 

5 Bei einem Verfahren zum Herstellen von einem Transponder (1) wird ein zwei 

IC-Anschliisse (7, 8) aufweisender Transponder-IC (2) mit je einem IC-Anschluss (7, 8) 
mit einem von zwei an einem bandformigen Trager (11) eines Zwischenprodukts (12) 
vorgesehenen Ubertragungselementstreifen (13, 14) in kommunikationsfahige Verbindung 
gebracht und im Anschluss daran wird ein Durchtrennen des Zwischenprodukts (12) 

10 entlang von quer zu der TragerlSngsrichtung verlaufenden Trennzonen (16) durchgefiihrt 
und wird der Transponder-IC (2) mit dem zwischen zwei Trennzonen (16) liegenden 
Teilstuck des Zwischenprodukts (12) verbunden. 
(Figur4). 
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